共用部分：
1. 标记:
1) DATE CODE和FP LOGO 根据DRILL_PLANE.GDO加,此客户通常要求标记加在指定位置，若指定的位置空间加不下时，按以下方式处理：
A） 如果同一层其它区域有空间，则可将标记加在该空间；
B） 如果同一层其它区域也没有空间，则将标记加在其相对面（如TOP面没有空单，则可加到BOT面），但需与顾客确认；      
C） 如果整板没有位置加标记，则采取分开加。分开方式：加字母“F”在顾客指定位置，将DateCode加在附边上，并与顾客确认；
2) REFUSAL’S LOGO，如果没有足够的空间，可以不加，如果有空间，则必须按要求加；
3) 所有板子请务必在板上盖<T>电测丝印章；
4) 当使用到IT-180A板材，需要在板上加”LFL”字样；
2. 板材、叠层：
1) 客户文件没有特别说明，层间介质厚度大于等于0.10MM，半固化片厚度大于等于2张；
3. 钻孔：
1) 客户文件没有特别说明，孔铜按最小20、平均25UM控制，但压接孔孔壁铜厚按最少25UM（需要备注）；
2) 压接孔公差超能力，顾客同意按照+/-0.05mm，但是只针对0.6mm的Press fit hole,其他压接孔需要确认；
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6.1. Technical characteristics table

DRILL NOMINAL DIAMETER mm
CHARACTERISTICS 06 07 | 085 1 145 | 16
HEASURE UNIT mm [ mm | mm [ mm | mm [ mm
— 07 (0% | 1 [ 15| 16 | 1B
40,02 |+0,025(+0,025| 0,025 (40,025 | 0,025
HAL - Ped Through Hole +000]+000 | 4000 +000
+-005 | -002 | -002 | -006 | -006 |+-0,09
Immersion TIN - Plated Through Hole +005 [ 008 [+009 | +008 | +019 | 008
-001 -0 -0 -0 -0 -0
Immersion GOLD - Plated Through Hole: Rl e R e B
001 | -0 | -0 -0 -0 -0
U0 [T000 | T00 ] +000 | 7009 | +00
<003 |-000 | -000 ||-004 | -004 | -007
16ad [16ad [16a4 [16a4 [16ad [16a4





3) 对于大于等于0.70MM的插件孔公差没有特别要求时，顾客同意按照+/-0.075MM控制；
  [image: image2.png]BLIND « minimum mefalizafion tickness - 15 micron
PTH « minimum mefalization tickness 0 micron
PTH PRESS FIT - minimum meallzation thickness : 25 micron

Note : Ifthe building of the PCB vith blind holes takes place as by the realzafion of metalized
" passing holes ( without the use of the holes to controlld depth ), the surface of the PAD must *
be completely metallzed n as it must actas Test Poit.

134, Tolerances
Allowed tolerance is: - 0,05+ 0,1 mm
Warning :tolerance applies to the components fting holes (> = 0.7 mm i.





4. 线路、表面工艺：
1) 客户文件没有特别说明，金手指金厚厚度≧0.8UM，沉锡锡厚≧1UM，沉银银厚≧0.15UM，OSP厚度≧0.5UM（以上需要备注）；
2) 当顾客说明文件中要求某项按照Level C级标准验收时（此标准太严，需工艺评审），需要查看V199协议中具体要求能否满足，对不能满足其要求与顾客确认；另外顾客文件要求线路按C级公差控制，需按下图C级公差控制，CAM制作时需抓图纸标识每层线路的线宽及公差：
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5. 阻焊、字符:
1) 关于BGA位置过孔绿油塞孔问题，请严格按照Gerber设计要求制作，若设计有开窗，请只在BGA面作单面塞孔，另一面测试点开窗必须保留；
2) 盲埋孔板子的盲孔位置需更改客户文件删除阻焊开窗时，请务必与客户确认；
6. 外形、拼板:
1) 客户文件没有特别说明，板边的外角必须倒圆角，尺寸按R4.0MM；
2) 一般此客户的基准点要求加保护环，若要求加的保护环较大，宽度大于附边的宽度时，可以删除保护环超出工艺附边的部分，不需要确认。客户图纸没有特别说明，基准点按下面尺寸加；
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3) 客户文件没有特别说明，在附边的长方向L1层分别必须加两个UNDERCUT CONTROL GRID COUPON，具体按下面要求：做5种线，最粗的线放在靠单元板一边，焊盘不用钻孔，所有图形开窗处理，焊盘的尺寸及间距不限。见下面图纸：
   [image: image5.png]12.3. UNDERCUT CONTROL GRID

On PCB, multpleved or single, having wastes, two arids ( Layer 1) are to be obtained along the.
longer sides of the waste areas, in a diagonal position with respect to the cener.

Each grid will contain 5 ines having the following dimensions:
4mils (01 mm)
6 mils (0,15 mm)
8mils (02 mm)
10 mils (0,25 mm)
12mils (03 mm)
Pay atiention to keep the biggest line (with size 12 mils) towards the inner part of the circuit
Fig. 2 il be used. It also allows the PCB supplier to perform the elecirical testabilty.

[e)

e 30 mm Max >

FIGURE 2
WARNING: the figure must not be covered by the solder resist





4) V-CUT余厚都超能力，顾客同意按照+/-0.10mm控制；
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5) 单板或拼板的附边请参照客户技术标准PA809中<UNDERCUT CONTRO GRID>来加；
6) 对于UNDERCUT CONTROL GRID 要求在附边加COUPON，要是板子没有附边可以不加；
预审部分：
1. 顾客要求中含有“FR4 Lead Free N00544”，则使用FR4 IT-180A板材；
CAM部分： 无
